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半導体材料事業説明会
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本資料における業績予想及び将来の予測等に関する記述は､現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり､
潜在的なリスクや不確実性が含まれております。
従いまして､実際の業績は､様々な要因によりこれらの業績予想とは異なることがありますことをご承知おきください。
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April 1986 富士写真フイルム株式会社*¹ 入社

August 2014 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 経営企画部長

September 2016 FUJIFILM Electronic Materials (Europe) N.V. 社長 [ベルギー駐在]

June 2017 イメージング事業部長

December 2020 富士フイルム株式会社 執行役員
FUJIFILM Holdings America Corporation 米州本社長
FUJIFILM North America Corporation 社長 兼 CEO [米国駐在]

October 2021 富士フイルム株式会社 執行役員
エレクトロニクスマテリアルズ事業部長

June 2023 富士フイルム株式会社 取締役・執行役員

富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 代表取締役会長

June 2025 富士フイルム株式会社 取締役・常務執行役員

経歴紹介

岩﨑 哲也 
TETSUYA IWASAKI

Career Timeline

現任(June, 2025ー)

富士フイルム株式会社 取締役・常務執行役員
エレクトロニクスマテリアルズ事業部長
富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社
代表取締役会長

*¹現 富士フイルムホールディングス株式会社

3
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本日お伝えしたいこと

個別製品の高性能化により、ワンストップソリューションを強化し、最も信頼される半導体材料メーカーへ

▸1

2

ワンストップソリューションによる徹底顧客主義
✓ 幅広い製品ラインアップと地産・地消・地援により顧客のニーズに迅速にこたえる

個別製品の更なる高性能化による、顧客課題の解決力最大化
✓ フォトレジスト、CMPスラリー、ポリイミド、カラーフィルター材料
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1-1 ｜半導体材料市場と当社半導体材料の成長比較

当社半導体材料事業は、フォトレジスト、CMPスラリー、ポリイミド等を成長ドライバーとして、半導体材

料市場の成長率を大きく上回り成長する見通し

フォトレジスト ネガ型レジストを軸に先端向け強化

CMPスラリー 銅配線向けの強みを軸にシェア拡大

ポリイミド 先端パッケージ向け強化

6.5%

半導体材料市場CAGR
（CY2024～CY2030 ）

半導体材料事業CAGR
（FY2024～FY2030 ）

12.2%
V.S.

*

等

成長ドライバー

*出典 株式会社富士経済「2025年 半導体材料市場の現状と将来展望」
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1-2 ｜半導体市場の成長

2025年は、ボリュームゾーンであるスマホやPCが回復基調にあるなか、旺盛なAI関連投資需要がけん引し、

二桁％の成長。2026年以降も1兆ドル市場に向けて更なる市場の拡大を見込む

半導体
7,722億ドル

(+22.5%)

2025年世界市場(前年比)*2 半導体市場

半導体材料
510億ドル

(+6.4%)

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0

5,000

10,000

2023 2024 2025 2026

+19.7%

+22.5%

-8.2%

AI関連需要、
PC・スマホ等需要回復
基調

市場規模前年比

• 2025年：旺盛なAI関連投資需要を背景に、GPUやHBM*1が市場をけん引するとともに、ボリュームゾーン
であるスマホやPCが回復基調

• 2026年以降：1兆ドル市場にむけて、引き続き旺盛なAI関連投資が市場をけん引。微細化や先端パッケー
ジ等次世代技術への投資が活発化し、更なる市場の拡大を見込む

*3出典：株式会社富士経済「2025年 半導体材料市場の現状と将来展望」

1兆ドル市場へ

*1High Bandwidth Memory（高帯域幅メモリ）

(億ドル)

(CY)

*2

+26.3%

*2出典：世界半導体市場統計(WSTS) 秋季半導体市場予測について

*3

半導体市場動向
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1-3｜半導体増産に向けた各国の投資競争

8

「半導体メーカーの海外展開」と「国家間のサプライチェーン分断リスク」により半導体の「地産・地消」化が加速

し、均一な品質の製品・サービスの One Stop での提供、かつ現地での支援 地援 のニーズが高まっている

国・地域 特長 具体的内容

米国 生産基盤の強化に注力 5年総額527億ドルの資金提供と35%の減税

欧州 生産基盤の強化に注力 2030年までに累計430億ユーロ規模の官民投資を計画

中国 大規模予算 政府系半導体ファンドで第1～3号総額6,867億元(約14.4兆円)を調達

インド 生産基盤の確立と外資企業の誘致 政府は2021～2025年にかけて総額1.6兆ルピー(約2.7兆円)で計10件の国内に半導体工場を設立する計画を承認

日本 生産基盤と将来技術のバランス戦略 半導体分野の製造や研究開発に合計3.9兆円を予算措置

台湾 将来技術や人材育成への投資 先端IC設計の人材育成を推進し、研究開発の補助を実施

韓国 将来技術や人材育成への投資 「大学・大学院での半導体学科定員の拡大」「次世代知能型半導体開発プロジェクトを通じた産学官連携の強化」等を計画

各国の半導体支援策は、自国の市場成熟度に応じて、半導体製造に直結する補助金を中心としたものから、研究開発・税制支援・半導体人材の

育成等にまで拡大し、多様化が進んでいる

▍半導体をめぐる主要国の政策動向

1 Protect (重要技術の保護)

2 Partner (他国との連携)

3 Promote (自国産業の強化)

米国・欧州・日本等で、一部の半導体材料や製造装置の対中輸出規制や、対内投資規制を強化

プレゼンスの高い米国・欧州・台湾・韓国・日本を中心に国家間による連携の拡大・深化

1

2

3
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2-1｜ワンストップソリューションによる徹底顧客主義

幅広い製品ラインアップを提供し、開発・製造・品質管理を一貫して支援するワンストップソリューション

で得た、顧客との多様なタッチポイントを通して、顧客ニーズの本質を迅速につかみ課題解決につなげる

地産・地消・地援
チャネル戦略

幅広い
ラインアップ

製品戦略 ×

ワンストップソリューション
徹底顧客主義

顧客近くで、開発・製造・品質管理を
ワンストップで支援

あらゆる製造工程・アプリケーション・ノード
の製品ラインアップを提供

顧客

顧客ニーズ・市場情報 課題解決

多様なタッチポイント

当社
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最先端

ﾚｶﾞｼｰ 先端

ﾌｫﾄﾏｽｸ ﾚｼﾞｽﾄ塗布 現像 ｴｯﾁﾝｸﾞ

洗浄乾燥 絶縁膜
形成

後工程

ロジック NAND
イメージ
センサー

DRAM アナログ
半導体

パワー
半導体

11

2-2-1 ｜幅広い製品ラインアップによるワンストップソリューション

あらゆる製造工程・アプリケーション・ノードの製品を幅広くラインアップすることで、顧客のあらゆる

ニーズにこたえるとともに、製品の掛け合わせにより顧客の課題を解決する

製造工程

✓ 隣接工程の製品をセットで供給することで相乗効果に
より歩留まり向上に貢献
▸p.12 実践①

✓ あらゆる製造工程、アプリケーション、ノードへの知
見を元に、顧客の課題に対し解決策を提示
▸p.13 実践②

✓ 顧客のニーズに合わせ採用実績のあるあらゆる材料を
提供することで新規ラインの迅速な立ち上げに寄与
▸p.14 実践③

ノード

アプリ
ケーション
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2-2-2 ｜幅広い製品ラインアップによるワンストップソリューションの実践①

隣接工程の材料をセットで提供することで、各材料の相乗効果により歩留まり向上に貢献

研磨 洗浄

配線となる金属

●異物

電解メッキ

ウエハ表面を研磨し
平坦化

表面を保護しながら
不純物を除去

CMP
スラリー ポストCMP

クリーナー
×

シリコンウエハ

絶縁膜

フォトレジスト
塗布 現像

回路の土台形成 露光されたレジスト
を残して溶解

×

フォトレジスト

シリコンウエハ

シリコンウエハ

絶縁膜

ネガ型レジスト

シリコンウエハ

NTI現像液

▸次ページ



FUJIFILM Holdings Corporation | 13

2-2-3 ｜幅広い製品ラインアップによるワンストップソリューションの実践②

隣接する工程の知見をもとに、材料の掛け合わせや新しいプロセスを提案し顧客の課題を解決

研磨工程 下洗い工程 洗浄工程

配線となる金属

●残渣

ウエハ表面を研磨し
平坦化

プラテン上での
下洗い

表面を保護しながら
不純物を除去

プラテン

Buff
クリーナー

CMP
スラリー

ポストCMP
クリーナー

新たなプロセスの導入
掛け合わせによる顧客の課題解決

▍顧客課題： 微細化に伴い、研磨後の残渣をさらに低減したい

▍当社の解決策

プラテン
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新たな成長市場

14

2-2-4｜幅広い製品ラインアップによるワンストップソリューションの実践③

アジア新興国を中心に、安価なコストや政府の積極的な支援策を背景に新たな半導体メーカーが台頭する中、

当社の幅広い製品ラインアップで新規の立ち上げ支援に貢献するワンストップソリューションを推進する

レジスト フォトリソ
周辺材

CMP 絶縁膜 他

A社(米国) ✓ ✓ ✓ ✓ …

B社(韓国) ✓ ✓ ✓ ✓ …

C社(欧州) ✓ ✓ ✓ ✓ …

D社(欧州) ✓ ✓ ✓ ✓ …

アジア・米国・欧州

大手半導体メーカー向けに培ってきた技術・ノウハウを生かした
中国、インドでの新たな顧客拡大

成功事例の展開

▍顧客課題： 採用実績のある材料を使用して、迅速にラインを立ち上げたい
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2-3-1｜地産・地消・地援によるワンストップソリューション

顧客の近くに常駐するエンジニアが、同じ言語でコミュニケーションを重ね、開発から生産、品質管理まで

ワンストップでサポートすることで、顧客のニーズに応えた開発と安定稼働に寄与

情報収集と分析力

トラブルへの迅速な対応力

エンゲージ
メント

顧客のニーズに寄り添った二人三
脚での開発

安定的な供給体制

顧客に近接する地域からの、均一で
高品質な製品の安定的な供給・BCP対応

品質
管理

開発

生産

優位性1

優位性2

優位性3
現地工場近くで常駐するエンジニ
アの手厚いサポート

顧客からの
信頼の蓄積

顧客と同じ言語
で支援
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2-3-2｜CMPスラリーにおける地産・地消・地援の実践

2000年に銅配線用CMPスラリーの開発を目的に設立された米Planar Solutions社を、2010年に完全子会

社化後、アジア、欧州に新工場を建設し、地産・地消・地援を推進することで、信頼を積み上げてきた

4
拠点

2010年 アリゾナ州
(Planar Solutions完全子会社化)

2012年
｜

韓国・天安工場新設

2013年
｜

台湾・新竹工場増設

2016年
｜

台湾・台南工場増設

2019年
｜

富士フイルム和光純薬買収によ
るポストCMP事業獲得

2024年
｜

熊本生産設備稼働

2026年 台湾・新竹工場増設

1
拠点

2026年 ベルギー工場

地産・地消・地援の推進｜地域拡大
Cu(銅)バリア用

46%
＊

CMPスラリー

21%
＊

シェア1位

シェア2位 1
拠点

Cu(銅)バルク用

46%
＊

シェア1位

*出典：株式会社富士経済「2025年 半導体材料市場の現状と将来展望」
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2-3-3｜地産・地消・地援による徹底顧客主義に対する顧客からの評価

グローバルな生産・R&D拠点をベースに、強靭なサプライチェーン体制を築き、顧客の近くで安定稼働を支

える地産・地消・地援が評価され、複数の大手半導体メーカーからサプライヤー賞を受賞

Italy

U.S.A.

U.K.

France

Belgium

Japan

South Korea

Chinese Mainland

Singapore

Taiwan

大手半導体メーカー顧客製造拠点

当社製造拠点

Samsung
Most Valuable Partner Award

地産・地消・地援への評価

A社
優れたサプライチェーン
マネジメントへの評価

Intel
EPIC Supplier Award
地産・地消・地援への評価

B社
優れた品質への最高評価



FUJIFILM Holdings Corporation | 18

2-3-4｜ 投資加速による地産・地消・地援の強化

2025年度から2026年度にかけて、投資ペースを加速し、地産・地消・地援体制を更に強化

2021年度
米国・アリゾナ州

ロードアイランド州 など

2022年度 日本・静岡 など

2023年度
日本・熊本
ベルギー・フランダース州 など

2024年度
日本・静岡
台湾・台南 など

累計投資総額＊

(2021～2024年)

4年で1,000億円以上

投資予定額＊

(2025～2026年)

２年で1,000億円以上

投資ペースを加速

2025年度
日本・静岡
ベルギー・フランダース州 など

2026年度
日本・大分
台湾・新竹 など

*設備投資及び研究開発費
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3-1｜研究開発力の源泉①

世界各地のR＆Dが、顧客の技術部門と直接コミュニケーションし正確に捉えた課題に対し、コーポレート・

ラボとの協力と、各R&D拠点間の連携により、本質に迫るソリューションを提供

信頼関係醸成

本質に迫った課題解決

解析技術センター

イメージング・インフォマティクスラボ

有機合成化学研究所

精密プロセス技術センター

正確な課題の把握

コーポレート・ラボ
基礎技術の研究

顧客

✓ 「機能性分子技術」や「ナノ分散技術」等の製品設計への応用
✓ 高度な解析技術の品質管理・品質保証への適用、開発における技術課題の解明
✓ AI/ITの研究開発への活用▸p.21～p.23

✓ 長年のフィルム生産で蓄積した「精密塗布技術」の応用▸p.43

アジアR&D

米国R&D

欧州R&D

半導体材料事業部
R＆D
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3-2-1｜研究開発力の源泉②AIを活用した材料開発

Å～mmオーダーの物質構造を管理・制御し、高い品質を保証する当社の技術にAIを導入することで、研究

開発のリードタイム短縮や、品質向上など更なる価値を付加する

電子・分子 有機材料 無機材料 ポリマー樹脂 複合性インク 膜・フィルム デバイス システム
0.1nm 1nm 10nm 1μm100nm 10μm 1mm100μm

色材・染料 記録メディア 複合機内視鏡
画像診断支援

フラットパネル用材料
半導体用感光性材料

量子ドット

銀塩フィルム/プリント

当社独自のライブラリ例
（当社技術・知見の蓄積）

光学レンズセンサー材料医薬品

(1Å)

研究開発のリードタイム短縮、更なる品質向上

AI

✓ 顧客条件に合致した材料の構成、処方の予測
✓ 微細な異常を高精度に検出
✓ 機械学習により、より適正な材料・処方の提案

×
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3-2-2｜研究開発力の源泉②AIを活用した材料開発 ポリイミドでの実践

ライブラリ AI活用 効果

熱応力評価
①＆③

複合機熱シミュレーション
顧客使用環境に合致した
材料の構成、処方の予測

多層構造で使用可能な材料候補を
高速で探索

絶縁膜の
解像力定量評価

②
画像計測技術

形成した電気回路の
微細な線幅の揺らぎを検出

検査精度向上による品質向上

電子・分子 有機材料 無機材料 ポリマー樹脂 複合性インク 膜・フィルム デバイス システム
0.1nm 1nm 10nm 1μm100nm 10μm 1mm100μm

色材・染料 記録メディア 複合機フラットパネル用材料
半導体用感光性材料

量子ドット

銀塩フィルム/プリント

当社独自のライブラリ例
（当社技術・知見の蓄積）

光学レンズセンサー材料医薬品

(1Å)

内視鏡
画像診断支援

② ③①

複合機やインクで培った熱シミュレーション技術等にAIを導入することで、製品の品質向上や、積層化に貢

献する新たな製品を迅速に開発する
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3-2-3｜研究開発力の源泉②AIを活用した材料開発 イメージセンサー材料での実践

銀塩写真で培った色彩コントロール技術等にAIを導入することで、高精細・高感度のイメージセンサー向け

材料を迅速に開発する

ライブラリ AI活用 効果

分光シミュレー
ション

①
色彩コントロール技術

顧客要望に合致した
顔料の組み合わせや濃度を予測

開発リードタイム短縮
高透過・高コントラスト画像の実現

自動欠陥検査
②

画像認識技術
微細な欠陥の検出

欠陥原因究明の精度向上による
微細画素化貢献・開発リードタイム短縮

電子・分子 有機材料 無機材料 ポリマー樹脂 複合性インク 膜・フィルム デバイス システム
0.1nm 1nm 10nm 1μm100nm 10μm 1mm100μm

色材・染料 記録メディア 複合機フラットパネル用材料
半導体用感光性材料

量子ドット

銀塩フィルム/プリント

当社独自のライブラリ例
（当社技術・知見の蓄積）

光学レンズセンサー材料医薬品

(1Å)

内視鏡
画像診断支援

②①

その他
銀塩フィルムで培った耐光性染料開発や、フラットパネルディスプレイ用材料で培った機能性分子設計技術等もイメージセンサー用材料開発に貢献
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3-3｜当社の研究開発力を活用した新規材料開発

これまでは微細化が半導体の性能向上を支えてきたが、技術ハードルの高まりや高コスト化により、後工程において、

前工程技術を活用した機能集積の重要性が高まっており、当社の強みを生かし新規材料開発に注力する

前工程 後工程

プロセスノードの変遷(nm)

チップの分割・組立・パッケージング

90

65

45

32

22

14
10

7 5 3 2

2003 05 07 09 12 14 16 18 20 22 2024

ウエハ上に回路を形成

微細化における
高コスト化

パッケージ組立技術への注目
(高機能化・高集積化)

後工程での

前工程技術
の活用

ダイシング
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1

2

3

5

半導体市場の概観

事業戦略「ワンストップソリューション」

ワンストップソリューションを支える研究開発力

まとめ

目次

Agenda

4VISION2030達成に向けた個別材料戦略と進捗
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4｜半導体材料事業の中長期業績目標

幅広い製品ラインアップと地産・地消・地援によるワンストップソリューションと、新規材料開発の推進により、

2030年度には、売上高 5,000億円（うち後工程1,500億円）、営業利益率 20％台半ばを目指す

後工程 / 売上高

1,500億円 / 5,000億円

OPM

20％台半ば

FY2025 FY2026 FY2030

成長準備 成長実現成長準備

売上高

3,000億円

OPM

20％超

売上高

2,600億円

OPM

10％台後半

7.9％ 8.7％ 12.5％

VISION2030｜前期 VISION2030｜後期

当社連結売上高に占める半導体材料の割合

業績予想(11/6)

売上高 3.3兆円

OPM 10.0％

売上高 3.45兆円

OPM 10.4％

売上高 4兆円

OPM 15％>

半導体材料 半導体材料 半導体材料

全社 全社 全社
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4-1｜ VISION2030達成に向けた個別材料戦略と進捗

フォトレジスト・CMPスラリー・ポリイミド等、個別製品の高性能化によりワンストップソリューションに

おける顧客課題の解決力を最大化する

4-1

4-2

4-3

4-4

フォトレジスト

CMPスラリー

前工程

後工程

その他 Wave Control Mosaic(WCM)

感光性絶縁膜材料
(ポリイミド、PBO)
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4-1-1｜フォトレジスト市場

2030年のレジスト塗布回数に占めるArFレジストの構成比は、微細なノードでも非常に高く、ArFレジストは

半導体市場の成長と微細化の進展により、拡大していくことを見込む

＊当社試算 微細化

0%

30%

60%

90%

7nm 4nm 3nm 2nm 1.4nm

2030年レジスト塗布回数に占めるArF/EUV構成比（ノード別）

＊

EUV

ArF

その他
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4-1-2｜フォトレジストの進捗と今後の展開

足元で順調に引き合いが増加する中、EUVレジストの新技術をArFレジストに適用することで、成長を加速

させ、2030年に先端レジストにおいてシェア20％を達成する

進捗 今後の展開

EUV/ArF 昨年比、引き合い件数が4~5倍に増加 EUVレジストの新技術をArFレジストに適用し更なる高性能化 

KrF イメージセンサー先端案件で採用獲得 イメージセンサー用でニッチトップ継続

ナノインプリント
(NIL)

ロジックメーカー中心に評価中 NIL装置メーカーと協業しフォトレジスト・密着材を展開

環境対応
PFASフリーネガ型液浸ArF レジスト開発
KrFにおいても適用し顧客サンプル評価中

PFASフリーを全レジストへ適用 ▸p.31

先端レジスト*

FY2030
世界シェア

20％ *EUV/ArF/KrF/EB/ﾅﾉｲﾝﾌﾟﾘﾝﾄ他を含む

▸次ページ
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4-1-3｜ArFレジストの技術的強み

EUVレジストの技術「PCP技術」をArFレジストへ適用し、線幅の揺らぎを抑制することで、高いパターニ

ング精度を持つネガ型ArFレジストの更なる高性能化を実現

塗布 露光 ベーク 現像

✓ PAG（光酸発生剤）とPDQ（光分解性クエンチャー）を結合させた
新規構造PCP(PAG Connected PDQ)を合成し、膜中の均一分布を達成

PAG rich area PDQ rich area

PAG PDQ

Chemically bonded

✓ Novel structure of PAG and PDQ connected 
by chemical bond was synthesized.

✓ By using this molecule,                 
homogeneous distribution was achieved.

PAG PDQ

Chemically bonded

✓ Novel structure of PAG and PDQ connected 
by chemical bond was synthesized.

✓ By using this molecule,                 
homogeneous distribution was achieved.

従来型 PCP技術あり

PAG PDQ

膨潤を抑え、高いパターニング精度を実現反応が均一になり、より均一でシャープな線幅のパターニングを実現

EUVの新技術「PCP」技術の適用 NTI現像液の使用

欠陥(ブリッジ)あり 欠陥(倒れ)あり膨潤

✓

ブリッジ・倒れなし

膨潤による欠陥発生の例

＊

＊Negative Tone Imaging プロセス(露光後に感光しなかった部分を現像液で除去して回路を作るネガ型の現像工程)で使用する現像液
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4-1-4｜PFASフリーレジストの開発

PFASフリーネガ型ArF液浸レジストを開発し、顧客の環境対応ニーズにもこたえるラインアップを拡充した

+

処方技術

豊富な知見を生かして
素材の配合を工夫

+

有機合成技術

合成ノウハウを基に
独自の分子構造を設計

解析技術

現象解析や理論計算により
機能発現機構を明確化

✓ 従来品と同等の優れたリソグラフィー性能

感度 20.1 mJ/cm2

LWR 4.2 nm

線幅45nm
ピッチ90nm
ラインスペース

線幅45nm
孤立スペース

線幅45nm
孤立スペース

感度 22.0 mJ/cm2

LWR 4.1 nm

imec M1層ライン抵抗 
(線幅 45nm, ライン長100μm)

PFASフリー

従来品

従来品 PFAS含有 新規開発製品 PFASフリー 電気特性テスト結果の一例

線幅45nm
ピッチ90nm
ラインスペース

▍imec*との性能評価の結果、28nm世代の金属配線を高い歩留まりで形成できることを実証

✓ 従来品と同等あるいは優れた電気特性

＊Interuniversity Microelectronics Centreの略。ベルギーにある世界最大のナノエレクトロニクスとデジタル技術分野の研究機関

電気抵抗が同等か
より低い
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4-2｜ VISION2030達成に向けた個別材料戦略と進捗

フォトレジスト・CMPスラリー・ポリイミド等、個別製品の高性能化によりワンストップソリューションに

おける顧客課題の解決力を最大化する

4-1

4-2

4-3

4-4

フォトレジスト

CMPスラリー

前工程

後工程

その他 Wave Control Mosaic(WCM)

感光性絶縁膜材料
(ポリイミド、PBO)
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4-2-1｜CMPとは

近年、3次元構造化している半導体の製造工程において、ウェハ表面を変質・溶解させる「化学薬品」と物

理的作用で表面を研磨する「砥粒」でウエハ表面を均一に平坦化する「CMP工程」は非常に重要

化学薬品と砥粒を含むスラリーで、「化学的作用」と「機械的作用」を用いながらウエハ表面を研磨し平坦化させる

▍CMPとは（化学機械研磨｜Chemical Mechanical Polishing）

化学的作用
化学薬品

機械的作用
砥粒

化学薬品でウェハ表面を変
質・溶解させることで、砥粒に
よる機械研磨を支援

スラリーに含まれる砥粒による
物理的作用で表面を研磨

【主な研磨粒子】
シリカ(SiO2)、アルミナ(Al2O3)、
セリア(CeO2)等

【主な化学薬品】
pH調整剤、酸化剤、安定剤等

CMPの原理



FUJIFILM Holdings Corporation | 34

4-2-2｜CMPの重要性

CMPの平坦化は、300mmウエハー表面の凹凸を数nm以下に平らにする精度が求められる重要な工程

  ＝ 東京23区の凹凸を1mm以下に平らにする精度

(15)

0

15

30

45
高低差約50mある凹凸を
1mm以下に平らにする

東西約30kmの断面図

(m)

627.5㎞2

東西約30km

東京都
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4-2-3｜CMPスラリーの種類

半導体回路の微細化と高密度化に不可欠なCMP工程で使用するCMPスラリーは、研磨対象の素材によって

成分が異なり、当社は、銅配線用途においてトップシェア

工程
CMP
市場

構成比
役割 素材 砥粒

1

配線層用

銅配
線層

Cuバルク 20％

電機信号を伝達する
現在主流の配線材料

銅
(Cu)

シリカ

Cuバリア 25％
Ta,TaN

(バリアメタル)

2 タングステン層 17%
コンタクトホールや
ビアホールの埋め込み

タングステン
(W)

シリカ

3

絶縁膜用

層間絶縁膜
(ILD)

21%
異なる配線層の間を
電気的に絶縁

酸化膜 シリカ等

4
素子分離膜

(STI)
11%

トランジスタや他の素子間の
電気的な干渉を防止

酸化膜 セリア等

5 その他 6%シリコンウエハー

NMOS PMOS

10層以上

3層

2層

1層

成膜→パターン転写→エッチング→CMPのプロセスを繰り返し、配線回路層を重ねていく

配
線
層

ト
ラ
ン
ジ
ス
タ

ソース ドレイン

ゲート

ソース ドレイン

ゲート

1

3

4

2

富士フイルムが手掛けるCMPスラリーは

銅配線用で市場シェアNo.1＊

＊

＊出典：株式会社富士経済「2025年 半導体材料市場の現状と将来展望」2024年 種類別販売動向
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4-2-4｜当社CMPスラリーの強み

①処方最適化技術 ②砥粒の高濃度分散技術 ③無選択研磨技術 3つの独自技術を応用し、性能を差別化

したCMPスラリーは、顧客ニーズに合わせて短時間で精密な研磨が可能

バルクスラリー バリアスラリー銅

バリア層

絶縁膜

銅を削る バリア層、銅、絶縁膜を削る

①処方最適化
エッチング剤・防腐材等と物理的に対
象を削り取る砥粒の処方最適化

②砥粒の高濃度分散技術

→銅を短時間で、高精度に平坦化

③無選択研磨技術
銅・バリア層、絶縁膜の研磨具合を
nmオーダーレベルで調整し平坦化

→顧客ニーズに合わせ
nmレベルでオーダーメイド
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微細化・多層化による使用量増加

• 先端ロジックにおける配線層数の増加

• DRAMにおける配線層数の増加

• トランジスタ構造の変化

• 電源供給方式の変化（BSPDN）

• 電気効率の良い新たな金属配線の研磨

• 後工程における新たな技術への対応
（ハイブリッドボンディング等）

37

4-2-5｜CMPスラリーの市場成長性

更なる微細化と積層化を背景に、配線層数の増加や、技術進化による先端パッケージ向け技術への活用など

により使用量は増加し、銅配線用ではCAGR10％で成長する

CMPスラリー
2024→2030

CAGR

5.4％

CMPスラリー
銅配線用

2024→2030

CAGR

10％

*2 *2

*2株式会社富士経済「2025年 半導体材料市場の現状と将来展望」4.種類別販売動向 1)全体
タイプ別(世界市場・金額ベース)2024年(実績)を元に当社試算

*1

*1Back Side Power Delivery Network 電源供給用ネットワークを裏面に配置する技術
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4-2-6｜CMPスラリー成長戦略

銅配線用CMPスラリー市場でトップシェアの技術力と、地産・地消・地援のもと、2030年度にCMPスラ

リー売上高を2倍以上にすることで、シェア1位を目指す

先端パッケージ領域(後工程)

「ハイブリッドボンディング」「再配線層(RDL)形成」
「マイクロバンプ接合」プロセス採用獲得

メモリー向け

先端デバイス向け、
特に生成AIで需要急増するHBM＊向けに拡販
＊High Bandwidth Memory（高帯域幅メモリ）

先端ロジック向け

最先端ノード向け拡販と新たなメタル向けCMPスラリーの開発

2倍
以上

CMPスラリー
FY2030売上高

対FY2024

CMPスラリー
FY2030

世界シェア

No1

2割

後工程
FY2030

CMPスラリー売上高のうち
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4-2-7｜CMPスラリー進捗

大手半導体メーカーにおいて、先端パッケージ技術「ハイブリッドボンディング」への採用が決定し、HBM

の次世代メモリー半導体への採用に向けても順調に進捗中

半導体の先端パッケージ技術の一つ。複数のチップやウェハを直接、高密度で接合するための接続技術

▍ハイブリッドボンディングとは

✓ 大手半導体メーカーにて採用

銅配線用CMPスラリーを元に、添加剤・防食剤・砥粒などの処方を最適化
→銅と酸化膜が混在する接合面を高い精度で平坦化

✓ HBM向けに大手半導体メーカーにてサンプル評価中

NAND

DRAM

chip1

chip2

▍当社の進捗
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4-3｜ VISION2030達成に向けた個別材料戦略と進捗

フォトレジスト・CMPスラリー・ポリイミド等、個別製品の高性能化によりワンストップソリューションに

おける顧客課題の解決力を最大化する

4-1

4-2

4-3

4-4

フォトレジスト

CMPスラリー

感光性絶縁膜材料
(ポリイミド、PBO)

前工程

後工程

その他 Wave Control Mosaic(WCM)
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4-3-1｜当社の感光性絶縁膜材料

当社は、ポリイミドを用いた配線層材料において、液型ポリイミドと開発中のフィルム型ポリイミドをライ

ンアップし、あらゆる顧客ニーズに応える

▍絶縁膜材料とは 耐熱性や電気特性を生かしてチップの保護や、再配線層の形成に使用される

15％
*1

ポリイミド
(液型+フィルム型)市場

2024→2030CAGR

*1当社推定

▸p43
HBM GPU

インターポーザー

ビルドアップ基板

PCB 基板

液型ポリイミド フィルム型ポリイミド

Chip

保護膜

▸次ページ

チップを物理的・化学的ダメージから保護する 再配線層形成用の絶縁材料として使用する

液型ポリイミド
フィルム型ポリイミド

PBO(ポリベンゾオキサゾール)

LTCシリーズ Durimide™シリーズ FBシリーズ

再配線層
(Fan-out、

インターポーザー向け)

保護膜層
バッファーコート(緩衝層)

(パワー半導体向け)

再配線層
(ビルドアップ基板、
インターポーザー向け)

保護膜層
バッファーコート(緩衝層)

(パワー半導体向け)

開発中
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4-3-2｜液型ポリイミドがけん引するポリイミドの成長

車載向けから、生成AI用で必要とされる先端パッケージ向けまで、あらゆる性能要求に応える液型ポリイミ

ドをドライバーとして、ポリイミドは着実に売り上げ成長を遂げている

✓ パワー半導体からAI半導体まで、顧客の要求に応える幅広い製品ラインアップ

✓ 日本・米国・欧州の拠点で製造を行う、安定供給体制

✓ OSATやパワー半導体メーカーでの豊富な採用実績

▍当社液型ポリイミドの強み

＋19％

ポリイミド売上高
FY2021上期-2025上期

成長率

42
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4-3-3｜フィルム型ポリイミドによる顧客課題解決

▍顧客課題
①インターポーザー、ビルドアップ基盤の配線を微細化・高積層化したい
②次世代パッケージ技術、パネルレベルパッケージ*において歩留まりを改善させたい

▍解決策
①フィルム型により、平坦性を実現。さらに、独自の処方技術により微細な配線パターン形成が可能 → 微細化・高積層化

当社コア技術である精密塗布技術により販売実績の豊富な液型ポリイミドを発展させ、フィルム型ポリイミ

ドを開発し、更なる高集積化を実現する先端パッケージ技術の進展に寄与する

アジアや、大手クラウドサービスプロバイダー向けにサンプル評価中

*ウェハーより大きいパネル状の基盤上に多数のシリコンダイを載せてパッケージの製造を一括して実施する技術

②液型での均一な塗布が難しい大型のパネルサイズにフィルム型が安定した加工性を提供し、歩留まり改善に寄与

凹凸

フィルム型ポリイミドの場合

ベースフィルムを剥離フィルムラミネーション

液型ポリイミドの場合

熱処理による乾燥

平坦
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4-3-4｜感光性絶縁膜材料成長目標

顧客のニーズに合わせた液型ポリイミドの更なる導入推進と、フィルム型ポリイミドの量産化により、

2030年度には、2024年度比5倍以上の売上高を目指す

FY24 FY30

当社目標売上高

5倍以上
(対FY2024比)

FY2024 FY2030CY24 CY30

液タイプ

フィルムタイプ

2.4倍
約1,400億円

約3,300億円

CY2024 CY2030

*当社推定

*

▍絶縁膜材料市場予測 ▍当社絶縁膜材料売上目標

市場成長

*

*
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4-3-5｜感光性絶縁膜材料ブランド「ZEMATES」

感光性絶縁膜材料ブランド「ZEMATES」のもと、高品質材料を安定的に提供し、顧客の信頼できるパート

ナーであり続ける

高信頼性材料を提供することで
お客様と共に未来の半導体業界を支え、イノベーションを生み出す

“信頼できるパートナー（仲間）”であり続けたい

ブランドに込めた想い

(読み方：ゼマテス)
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4-4｜ VISION2030達成に向けた個別材料戦略と進捗

フォトレジスト・CMPスラリー・ポリイミド等、個別製品の高性能化によりワンストップソリューションに

おける顧客課題の解決力を最大化する

4-1

4-2

4-3

4-4

フォトレジスト

CMPスラリー

Wave Control Mosaic(WCM)

前工程

後工程

その他

感光性絶縁膜材料
(ポリイミド、PBO)
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4-4-1｜ Wave Control Mosaic(WCM)とは

可視光から可視光領域外まで感知する当社のイメージセンサー材料WCMのうち、可視光領域のカラーフィルター材

料は、スマホやデジカメからの高精細な画像出力を可能にする画素の微細化に重要な役割を果たしている

＊1

イメージセンサー用
カラーフィルター材料

世界シェア

80％

＊2

＊2当社推定

画素

カラーフィルター材料

＊1カメラやスマートフォン等の撮影機器において、光を電気信号に変換する部品

▍イメージセンサー用カラーフィルター材料とは

可視光領域を感知するWCM。イメージセンサーの基幹部材カラーフィルターを形成するための着色感光材料

可視光 可視光領域外

▍Wave Control Mosaic(WCM)とは

生体認証、セキュリティ、自動運転カメラ、スマホ等に使用されるイメージセンサー

可視光から可視光領域外まで、広範な波長の光をコントロールする当社の機能性材料群総称
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課題②画素微細化に伴う、取り込み光量の減少による感度低下

課題①KrF露光に対応するカラーフィルター材料の開発

48

4-4-2｜イメージセンサー用カラーフィルター材料における進捗

より微細な画素を形成できる、KrF露光に対応した世界初のカラーフィルター材料を発売し、イメージセン

サーの微細化と高感度化、PFASフリー化に貢献

→微細化

→高感度化

▍顧客課題： 超微細な画素を形成したい

KrF露光に適合する独自の添加剤を設計・合成

独自の処方技術により、熱・光に弱い特性をもつ染料を
改良し、耐熱性・耐光性と光吸収効率増加を両立

→PFASフリー化

原材料サプライヤーと協力し、PFASフリー化を実現

画
素
サ
イ
ズ

2006 2014 2026～

300万画素

1600万画素

2億画素

2.4μm

1.0μm

0.5μm KrF露光

i線露光

課題③環境対応

→KrF露光を提案。銀塩写真の研究開発で培った機能性分子技術・有機合成技術を応用し、微細化と高感度化を両立
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4-4-3｜ Wave Control Mosaic(WCM)の成長戦略

市場シェア80％を有する可視光領域での市場伸長に加え、可視光領域外を感知するイメージセンサー用材料

ラインアップを拡充し、市場を創出することで、2030年には2024年度比売上高2倍以上を目指す

2倍
以上

売上高
FY2030対FY2024

FY2024 FY2030

＋

センサー大判化・カメラ多眼
化等による市場伸長を捉える

先進運転支援システム用途・ロボティクス
拡大や、AR/VRへの展開等
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1

2

3

5

半導体市場の概観

事業戦略「ワンストップソリューション」

ワンストップソリューションを支える研究開発力

まとめ

目次

Agenda

4VISION2030達成に向けた個別材料戦略と進捗
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まとめ

個別製品の高性能化により、ワンストップソリューションを強化し

2030年度に売上高5,000億円の達成を目指す

▸1

2

ワンストップソリューションによる徹底顧客主義
✓ 幅広い製品ラインアップによる顧客課題の解決
✓ 顧客近くでの開発・製造・品質管理のワンストップ支援による安定稼働への寄与

個別製品における高性能化による、顧客課題の解決力最大化

2030年度目標
✓ フォトレジスト ：先端レジストシェア20％
✓ CMPスラリー ：シェア1位
✓ 感光性絶縁膜材料 ：2024年度比 売上高5倍






